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PENGENALAN

Buku ini dihasilkan bagi membantu pelajar mahupun penyelia projek dalam menghasilkan
projek inovasi dalam bidang elektrik dan elektronik. Asas Rekabentuk Projek ini adalah satu
kaedah tunjukcara di dalam penghasilan sesebuah papan litar bercetak dengan menggunakan
perisian rekabentuk litar skematik dan melibatkan penggunaan komponen/perkakasan
elektronik tertentu. Perisian yang digunakan ialah Proteus Professional PCB Design Suite 8.7.
Proteus Professional adalah gabungan perisian untuk merekabentuk litar skematik,
mensimulasikan litar skematik dan menghasilkan papan litar bercetak (Printed Circuit Board,
PCB). Perisian Proteus ini amat membantu para pelajar menghasilkan rekabentuk litar
skematik dan dapat menguji pengoperasian litar tersebut dengan mensimulasikannya.
Perisian ini juga membolehkan para pelajar membuat pengaturcaraan untuk mengawal
pengawal mikro (microcontroller) seperti Arduino, PIC dan sebagainya. Perisian ini sangat
mudah digunakan dan ianya sangat berguna dalam pendidikan dan reka bentuk PCB

profesional.

Dalam penulisan buku ini, pengawal mikro yang digunakan dalam penghasilan projek ini bagi
mengawal pergerakan litar adalah Arduino ESP32. Arduino ESP32 dipilih berbanding versi
Arduino yang lain kerana ia menggunakan sistem kuasa dan kos yang rendah. Tambahan pula,
ESP32 telah pun dibina bersepadu bersama Bluetooth dan WiFi bagi memudahkan

penghasilan projek berasaskan Internet of Things (1OT).
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PENGKALAN DATA PROTEUS

Perisian Proteus tidak mempunyai semua pakej komponen di dalam pengkalan data /
perpustakaannya. Komponen yang tidak terdapat di dalam pengkalan data / perpustakaan

perlulah di muat naik atau tambah kedalam perpustakaan bagi tujuan simulasi.

Sebagai contoh di dalam tugasan ini, terdapat 2 fail komponen perpustakaan (component
library) yang perlu disediakan terlebih dahulu sebelum merebentuk litar skematik iaitu
komponen susunatur PCB dan komponen skematik. Pengguna perisian proteus boleh
menghasilkan sendiri komponen ini dengan mengetahui saiz dan rekabentuk komponen yang
sebenar. Namun untuk mempercepatkan kerja merebentuk litar, kedua-dua fail ini telah
disediakan terlebih dahulu dan dimuatnaik (upload) ke Google Drive. Pelajar hanya perlu
memuatturun (download) fail tersebut yang boleh di capai dengan mengimbas kod QR seperti
yang ditunjukkan pada Rajah 1.1 di bawah atau melalui pautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/130m7LOWVLRAxb159Zd7icqP2bTKxWTIm?usp=sh

aring .

My Drive > Library Proteus Projek 1 2

Name

$  ESP32 PCB LAYOUT.pdspr

$  ESP32 SCHEMATIC.pdsprj

Rajah 1.1: Kod QR ke Fail Google Drive

PENGKALAN DATA PAKEJ KOMPONEN

Terdapat 3 komponen yang akan digunakan di dalam projek ini yang tidak terdapat di dalam
perpustakaan komponen (component library) Proteus. Berikut adalah langkah-langkah bagi

penetapan penambahan pakej komponen di dalam pengkalan data / perpustakaan.


https://drive.google.com/drive/folders/13Om7LOWVLRAxb159Zd7icqP2bTKxWTlm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Om7LOWVLRAxb159Zd7icqP2bTKxWTlm?usp=sharing

1.1. Buka fail ESP32 PCB LAYOUT (yang telah dimuatturun (download) dari google drive
sebelum ini).

1.2. Paparan menunjukkan 3 komponen iaitu ESP32 DEV KIT, MOTOR DRIVER SHIELD dan
CONN-SIL15 seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.2 dibawah.

WIFI+BLE

Fepaz | B

DEV KIT

1
2
]
4
L
6
T
8
9

MOTOR
DRIVER
SHIELD|

e 8 & 0 &8 @ B 8

Rajah 1.2: Paparan Komponen ESP32 PCB LAYOUT

1.3. Pada komponen ESP32 DEV KIT, klik kanan pada tetikus dan pilih Make Package pada

menu tarik ke bawah (pull down menu) seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.3.

WIFI+BLE
ESP32
DEV KIT

e Rotate Clockwise
) | Rotate Anti-Clockwise
%2 | Rotate 180 degrees
| X-Mirror
$ ¥-Mirror
Move to...
@ Block Copy
@ Block Move
@ Block Rotate
I Block Delete
Change Layer
| Cut To Clipboard
H3| Copy To Clipboard

Clear Selection

@i Export Project Clip

lj}’ Make Package

Rajah 1.3: Paparan Menu Tarik ke Bawah Make Package



1.4. Pastikan penetapan parameter Make Package adalah seperti Rajah 1.4 di bawah dan
klik butang OK.

Indexing and Library Selection ]3D Mechanical Model | 3D Visual Mode! |

New Package Name: Save Package To Library:
ESP32 DEV KIT]| USERPKG

Package Category:

[Integlated Circuits '] [New |

Package Type:

[Through Hole v] [(Mew |

Package Sub-category:
|iNone) v (e

Package Description:

[ Advanced Mode (Edit Manually)

—_—

[ Hew [ oK ]l[ Cancel |

Rajah 1.4: Paparan tetingkap Make Package bagi ESP32 DEV KIT

1.5. Ulang langkah 1.3 untuk komponen CONN-SIL15 dan tetapkan parameter seperti
yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.5 dan klik butang OK.

indexing and Library Selection | 30 Mechanical Mods | 30 Visusl Modsi |

New Package Name: Save Package To Library:
Package Category:

’Connectors ‘] [Mew |

Package Type:

’Thrcugh Hole '] [Mew |

Fackage Sub-category:

’{None) "] [(Mew |

Package Description:

[ Advanced Mode (Edit Manually)

’ Help ] [ 0Ok ] Cancel ]

Rajah 1.5: Paparan tetingkap Make Package bagi CONN-SIL15

1.6. Ulang langkah 1.3 untuk komponen MOTOR DRIVER SHIELD dan penetapan

parameter adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.6 dan klik butang OK.



indexing and Library Sslection | 3D Mecharical Model | 3D Visual Model |

New Package Name: Save Package To Library: |
MDS

Package Category:

[Connedors '] [(Mew |

Package Type:

[Through Hole v] [(Mew |

Package Sub-category:

’Tenninal Blocks '] [Mew |

Package Description:

[ Advanced Mode (Edit Manually)

’ Help ] [ ok ” Cahcel ]

Rajah 1.6: Paparan tetingkap Make Package bagi MOTOR DRIVER SHIELD

PENGURUSAN FAIL PERPUSTAKAAN

Berikut adalah langkah-langkah bagi menghasilkan susunatur litar skimatik.
1.1. Buka fail ESP32 Schematic dengan menggunakan Proteus 8.7
1.2. Paparan akan menunjukkan terdapat 3 komponen iaitu CONN-SIL15, ESP32 DEV KIT
dan MDS seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.7 di bawah.

_ﬁSdaemdicCaxue >
e
] ‘BN wWiFkBLE | 28
+ 36MP 2usCLe
] CONN-SIL15 |2 |1 uz2
Bl ves  ws oum [
2 DEVICES i A e
. |CONN-SIL15 18 e
*|Ecrazoeviar stey [
a0
e 755 ouTs 8-
1n 7
—— IN4 GNDGNDGND QUT4 ——

I
<TEXT:

ESP32 DEVKIT 4
) <TEXT>

Rajah 1.7: Paparan Komponen ESP32 SKEMATIK
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FAIL PERPUSTAKAAN ESP32

1.1. Pada komponen ESP32, klik kanan pada tetikus dan pilih Make Device pada menu
tarik ke bawah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.8 di bawah.

ESP2

Drag Object
Edit Properties Ctr+E
Delete Object

Rotate Clockwise
Rotate Anti-Clockwise
Rotate 180 degrees
X-Mirror

Y-Mirror

@m e N ox N

Cut To Clipboard
Copy To Clipboard

Goto Child Sheet Ctrl+C
Goto Part in Design Explorer
Highlight Part in PCE Layout
Highlight Net on Schematic
Highlight Net on PCE Layout

ESP32 DEV KIT

Display Model Help Ctrl+H
Display Datasheet Ctrl+D.
Show Package Allocation

Operating Point Info

Configure Diagnostics

Make Device |
ackaging 160]

Decompose

MU FENIHO TCYEE PR IDIQ X+

Rajah 1.8: Paparan Menu Tarik ke Bawah Make Device

1.2. Tetapkan parameter Make Device seperti Rajah 1.9 di bawah ini dan klik butang Next.

Buoe DO e

Uevice Fropertes |

General Properties:

Enter the name for the device and the component reference prefix.

Device Name: ESP32 DEV KIT o
Reference Prefix: ESP I
Enter the name of any extemal module file that you want attached to the device when it is placed. I
Extemal Module:

Active Component Properties:

Enter properties for component animation. Please refer to the Proteus VSM SDK for more information.

Symbol Name Stem: [

No. of States: D i
Bitwise States?
Link to DLL?

Rajah 1.9: Paparan tetingkap Make Device bagi ESP32 SKEMATIK

11



1.3. Paparan pada tetingkap Make Device bagi Packaging seperti yang ditunjukkan dalam

Rajah 1.20 menunjukkan komponen tiada pakej di dalam perpustakaan PCB. Jadi, klik

butang Add/Edit untuk menambah perpustakaan PCB bagi komponen ESP32.

ﬁ Make Device

R Do ]|

the specified package cannot be found in any library.

| | Add/Edi

The device you are making already has packagings defined. |t is strongly recommended that you used the
Add/Edit button to review these as they may no longer be valid f you have changed any of the device

ARES PCE libraries are not installed

or

| Help

<Back

Mext> | | Cancel |

Rajah 1.20: Paparan tetingkap Make Device bagi Add/Edit komponen ESP32

1.4. Kemudian klik butang Add seperti dalam Rajah 1.21.

K Package Device

oo

x

>

Fin Hidden

V| Use ARES Libraries

Common  Type

Mo packages available for preview.

e

| Help | | Aszign Package|s] | |

Cancel |

Rajah 1.21: Paparan tetingkap untuk Add Package Device ESP32

12



1.5. Taip perkataan ESP32 pada ruang Keywords dan pilih ESP32 DEV KIT USERPKG dan

klik butang OK seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.22 di bawah.

Reywords: Results (Z):

espi2 Device Library Dlescription
]l ]l ?

Maich Whle Werds ESP32 DEVKIT USERPKG

Category: ESP32 DEVKIT USERFPKG

Integrated Circuits

Type:

Through Hole

Sub-categony:

Rajah 1.22: Paparan tetingkap Penetapan Perpustakaan ESP32

1.6. Tentukan penetapan parameter yang digunakan adalah sama seperti yang

ditunjukkan di dalam Rajah 1.23(a) dan klik butang Assign Package(1).

_1"’|_ Package Device

Packagings: |ESP32 DEV KIT

V| Defautt package? Add Rename | | Delete Order

Mo. Of Gate: 1 (Gates (glements) can be swapped on the PCE layout?

Pin Hidden Commen  Type A o
V3 140 16

EN Input 1

GIFO23 Power 30

GIPO35 Input 5

GND{00} Input 7

GND{O1} 140 14

GPIO2 140 19

GPIO4 140 20

GPIO5 140 23 il

NC Ping

Swapable Pins:

Add Pin Femove Fin

Add

Remove

Replace

V| Use ARES Libraries

e
E
o~
<
0
o)
- &

Help

[ Assign Packagefs) ]

Cancel

I =

Rajah 1.23: (a) Paparan tetingkap Package Device bagi ESP32

1.7. Pastikan penetapan parameter Make Device bagi Packaging yang dipaparkan adalah

sama seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.23(b) di bawah ini dan seterusnya

klik butang Next.

13



u
_T: Make Device l # [ ? &J

The device you are making already has packagings defined. It is strongly recommended that you used the
Add/Edit button to review these as they may no longer be valid if you have changed any of the device

=
o™
o §
(ab]
Ty

Add/E dit

| Help || <Back |l Mexts |I Ok | Cancel |

Rajah 1.23(b): Paparan tetingkap Packaging bagi ESP32

1.8. Seterusnya, penetapan parameter bagi Make Device bagi Components Properties &
Definitions adalah seperti yang dipaparkan di dalam Rajah 1.24 dan klik butang Next.
r_ﬁ Make Device L L ? -i:?-]‘

Use the New and Delete keys to add/remove properties to the device. Properties can be used to specify
packaging for PCE layout and parameters for simulator models, as well as information such as stock-codes
and components costs.

—  Property Definition:

B HName: PACKAGE

L—  Description: PCE Package

s Type: | PCE Package - |

PCE Package(s): ESP32DEVKIT

| Browse |
- BEIEREEe
Type: | Mormal - |
Property Defaults:
A
it Default Package ESP32 DEV KIT -
 Visbilty: - =
New | | Delets Wisibility: Hide Name & Value
Use default property definitions when editing Components?
| Help | | <Back [ VErss ] ak. | Cancel |

Rajah 1.24: Paparan tetingkap Components Properties & Definitions bagi ESP32

1.9. Pastikan parameter Make Device bagi Device Data Sheet & Help File adalah seperti
yang dipaparkan pada Rajah 1.25 di bawah ini, seterusnya klik butang Next.

14



-

~
B Make Device ‘@lﬂ

You can link your device to a data sheet (Acrobat .PDF file) and./or a help file. These can then be
accessed via special buttons on the "Edit Component’ dialogue form.

Data Sheet:

Data Sheet Filename:

Help Topic:
Help File:

[ Help | [ <Back J|[ mews ]| ok

. a4

Rajah 1.25: Paparan tetingkap Device Data Sheet & Help File bagi ESP32

1.10. Pastikan parameter Make Device bagi Indexing and Library Selection yang
dipaparkan adalah sama seperti dalam Rajah 1.26 di bawah dan klik butang OK bagi
menyelesaikan penetapan perpustakaan komponen ESP32.

-
H Make Device ‘@g

-

Device Category: Save Device To Library:
’Micmprocessor ICs v] MNew TACBT
CMO_NXP
Device Sub-category: CM3_ATMEL
[ARDUINO v] CHew)  |CM2_STHIZ
Device Manufacturer: INFINEON
JRC
((None) ~| (Hew] |sTDIAC
STMOSFET
Stock./Order Code: STSCR
STTRIAC
USERDVC
Device Description: VUDEV

[ Advanced Mode (Edit Fields Manually)

Device Motes:

[ Help | [ <Back || Mew [ oK

Cancel ]

Rajah 1.26: Paparan tetingkap Indexing and Library Selection bagi ESP32
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FAIL PERPUSTAKAAN CONN-SIL15

1.1 Pilih komponen CONN-SIL15 dan klik kanan pada tetikus dan pilih Make Device pada

menu Tarik ke Bawah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.27 di bawah.

-
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
|

[ |
1

!

1

I

1

1

1

1

1

1

1

i

1
-

Rotate Clockwise Murm--
Rotate Anti-Clockwise  Mum-+
Rotate 180 degrees

¥-Mirrar Ctrl+M

¥-Mirror

]
(@]
=

e EEME 1 Q0Qf

Block Copy

Block Move

Block Rotate

Block Delete Delete

|
]

e
=y

[8660006600006060 |

=
(%1

Lh-btnil

e

Cut To Clipboard

o
e

Copy To Clipboard

Clear Selection

Export Project Clip

e

Make Device

ﬂ Packaging Tool

Rajah 1.27: Paparan Menu Tarik ke Bawah Make Device bagi CONN-SIL15
1.2 Tetapkan parameter Make Device seperti Rajah 1.28 di bawah ini dan klik butang

Next.

_ﬁ Make Device 'L @Iﬂ

General Properties:

Enter the name for the device and the companent reference prefix.
Device Name: CONM-SIL15
Reference Prefix: SIL

Erter the name of any extemal module file that you want attached to the device when it is placed.
Bxdemal Module:

Active Component Properties:
Enter properties for component animation. Please refer to the Proteus WSM SDK for more infarmation.

Symbol Name Stem:

=

Bitwise States?
Link to DLL?

Rajah 1.28: Paparan tetingkap Make Device bagi CONN-SIL15
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1.3 Paparan pada tetingkap Make Device bagi Packaging adalah seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 1.29. Paparan menunjukkan komponen tiada pakej di dalam
perpustakaan PCB. Klik butang Add/Edit untuk menambah perpustakaan PCB untuk

komponen CONN-SIL15.
rn Make Device 1 l D

The device you are making already has packagings defined. I is strongly recommended that you used the
Add/Edit button to review these as they may no longer be valid if you have changed any of the device

(=]

ARES PCE libraries are not installed

or

the specified package cannot be found in any library.

[ [ bagea |

| Help || <Back || Mext: | | Cancel |

e

Rajah 1.29: Paparan tetingkap Make Device bagi Add/Edit komponen CONN-SIL15

1.4 Klik butang Add seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.30.

'}{ Package Device
Packagings: | NULL -
V| Defaut package? | Add || Rename | | Delete |
Mo.Of Gate: 1 Ga ments) can be d on the PCB layout?
Pin Hidden Common  Type A it
1 Passive 1
2 Passive 2
3 Passive 3 £
4 Passive 4 ARES PCB Layout is not installed
5 Passive 5
6 Passive & or
7 Passive 7 the specified package cannot be found in any|
] Passive ] ARES library.
5 Passive 5 il
NC Pins Add Pin
Swapable Pins:
| Use ARES Libraries | Help ‘ | Assign Packagels] | ‘ Cancel |

Rajah 1.30: Paparan tetingkap untuk Add Package Device bagi CONN-SIL15

17



1.5 Pada tetingkap Pick Package, taip perkataan CONN-SIL15 pada ruang Keywords dan
pilih CONN-SIL15 USERPKG dan klik butang OK seperti yang ditunjukkan dalam Rajah
1.31 di bawah.

{s} Pick Packages

Keywords: Hesults (1):
CONN-SIL15
“TTSTeTT WUTIeE wooTas 7

Device Librany Description
COMM-SIL15 USERFPKG

Categary:

Connectors

Type:

Through Hole

Rajah 1.31: Paparan tetingkap Pick Package bagi CONN-SIL15

1.6 Pastikan penetapan parameter yang digunakan adalah sama seperti yang ditunjukkan

di dalam Rajah 1.32 di bawah ini dan klik butang Assign Package(1).

_ﬁ Package Device _ @Iéj
| Packagings: |COMN-5IL15 A |
Default package? l Add ] |F|ename| | Delete | ‘ Order |
No.Of Gate: 1 Gates (glements) can be swapped on the PCE layout?
Pin Hidden  Commeon Type A -
1 Passive 1
2 Passive 2
3 Passive 3
4 Passive 4
5 Passive 5
6 Passive 6
7 Fassive 7
8 Fassive 8
t] Fassive t] i
NC Ping &dd Pin Remave Fin
Swapable Pins:
Add
Remove
Feplace
| Use ARES Libraries | Help | Assign Package(s] | I Cancel |

Rajah 1.32: Paparan tetingkap Package Device bagi CONN-SIL15

1.7 Pastikan penetapan parameter yang digunakan adalah sama seperti yang ditunjukkan

di dalam Rajah 1.33 di bawah ini dan klik butang Next.

18



_ﬁ Make Device l l B S

The device you are making already has packagings defined. It is strongly recommended that you used the
Add/Edit button to review these as they may no longer be valid if you have changed any of the device

g p= =

Add/Edt |

| Help || <Back || Mext> | 0k | Cancel |

Rajah 1.33: Paparan tetingkap Packaging bagi CONN-SIL15

1.8 Seterusnya, klik butang Next seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.34.
r_'r{ Make Device i &Iﬂ_hj

Use the New and Delete keys to add/remove properties to the device. Properties can be used to specify
pachaging for PCB layout and parameters for simulator models, as well as information such as stock-codes
and components costs.

—  Property Definition:

e Name: PACKAGE

L Description: PCE Package

wl| Type: |PCB Package v|

PCB Packagels): CONN-SIL15,NULL

| Browse |
s -
Type: |Norrna| v|
; Property Defaults:
7| Default Package NULL -
New | | Delete - Visibility: |Hide Name & Value -
[ Hep | [ <Back JJ[ wWew> )| o ][ Cancel ]
1S

Rajah 1.34: Paparan tetingkap Component Properties & Definations bagi CONN-SIL15



1.9 Klik Next seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.35.

r
_ﬁ Make Device

T o=

Data Shest:

Data Shest Filename:

Help Topic:

Help File:

You can link your device to a data sheet (Acrobat .PDF file) and/or a help file. These can then be
accessed via special buttons on the "Edit Component” dialogue form.

| Hep | [ <Back ]I[ T

[~

Cancel

Rajah 1.35: Paparan tetingkap Device Data Sheet & Help File bagi CONN-SIL15

1.10 Pastikan parameter Make Device bagi Indexing and Library Selection yang dipaparkan

adalah sama seperti dalam Rajah 1.36 di bawah dan klik butang OK bagi

menyelesaikan penetapan perpustakaan komponen CONN-SIL15.

r
_ﬁ Make Device

= ==

Device Category:

Save Device To Library:

’Connedors

Device Description:

[7] Advanced Made (Edit Fields Manually)
Device Motes:

- | [Mew] | [74cBT
CMO_NXP
Device Sub-category: CM3_ATMEL
[SIL - ] [(MNew fDI'tq_:{_STM 32
o Wararallurer . ‘IJr.é'E!NEON
[(None) ~| (Hew] |sTDIAC
STMOSFET
Stock/Order Code: STSCR

[ T—

’ Help

][ {Back ]

s

RE=Re

0K Cancel

Rajah 1.36: Paparan tetingkap Indexing and Library Selection bagi CONN-SIL15

i
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FAIL PERPUSTAKAAN MOTOR DRIVER SHIELD

1.1. Pilih komponen MOTOR DRIVER SHIELD, klik kanan pada tetikus dan pilih Make
Device pada menu Tarik ke Bawah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.36 di

bawah.
e [ U2 i
% ::; VSS \g Eutate C\U.c-kwise . Num:-
= e otate Anti-Clockwise Num-+
| Rotate 180 degrees
% ENZ | X-Mirror Ctrl+M
T ha enpanpg ¥ | V-Mirror
_l_l_ g Block Copy
E Block Move
7777777777777777777 i @ Block Rotate
Block Delete Delete

8£ | Cut To Clipboard
Copy To Clipboard

Clear Selection

% Export Project Clip

Iq} Make Device I

* Packaging Tool

Rajah 1.36: Paparan Menu Tarik ke Bawah Make Device bagi MOTOR DRIVER
SHIELD

1.2. Tetapkan parameter Make Device seperti Rajah 1.37 di bawah ini dan klik butang

Next.
r_ﬁ Make Device l ? ﬁ1

General Properies:
Enter the name for the device and the component reference prefic.

Device Mame: MDS

Reference Prefic: MDs|

Enter the name of any extemal module file that you want attached to the device when it is placed.

BExtemal Module:

Active Component Properties:
Enter properties for component animation. Please refer to the Proteus WSM SDK for more information.

Symbol Name Stem:

=

Bitwise States?
Link to DLL?

-]

Rajah 1.37: Paparan tetingkap Make Device bagi MOTOR DRIVER SHIELD
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1.3. Paparan pada tetingkap Make Device bagi Packaging adalah seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 1.38. Paparan menunjukkan komponen tiada pakej di dalam
perpustakaan PCB. Klik butang Add/Edit untuk menambah perpustakaan PCB untuk
komponen MOTOR DRIVER SHIELD.

' Make Device _ 2 e |

There are no PCB packagings defined for this device. Use the Add/Edit button to assign one or more
packagings to the device. ou can then select the appropriate packaging by editing the placed

The device has no packagings to preview.

Add/E dit

| Help || <Back || Mest: | | Cancel |

Rajah 1.38: Paparan tetingkap Make Device bagi Add/Edit komponen MOTOR
DRIVER SHIELD.

1.4. Klik butang Add seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.39.
'K Package Device | )

Add

1 Gates (elements) can be swapped on the PCE layout?

Pin Hidden Common  Type A
EN1 nput

N1 nput 2 Mo packages available for preview.

V| Use ARES Libraries | Help ‘ | Aszigh Packagels] ‘ | Cancel ‘

Rajah 1.39: Paparan tetingkap untuk Add Package Device bagi MOTOR DRIVER SHIELD
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1.5. Pada tetingkap Pick Package, taip perkataan MDS pada ruang Keywords dan pilih
MDS USERPKG dan klik butang OK seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.40 di

bawah.

Keywords: Eesuhs (1)
MD35|

Device Library Description
MDS LUSERPKG

Category:

Connectors

Type:

Through Hole

Rajah 1.40: Paparan tetingkap Pick Package bagi MOTOR DRIVER SHIELD

1.6. Pastikan penetapan parameter yang digunakan adalah sama seperti yang ditunjukkan

di dalam Rajah 1.41 di bawah ini dan klik butang Assign Package(1).

_f"_ Package Device

| Packagings: |MD5 b ‘l
/| Default package? Add Rename | | Delete Order
Mo.Of Gate: 1 Gates (elemerts) can be swapped on the PCE layout?
PFin Hidden  Common Type A i
EN1 Input 16
ENZ Input 10
GND{00} Pawer 3
GND{O1} Power 8
GNDADZ} Power C]
IN1 Input 14
INZ2 Input 15
IN3 Input 12
N4 Input il il
NC Pins Aidd Pin Femove Fin
Swapable Pins
Add
Remove
Replace
| Use ARES Libraries | Help | [Assign Package[s]] | Cancel |

Rajah 1.41: Paparan tetingkap Package Device bagi MOTOR DRIVER SHIELD

1.7. Pastikan penetapan parameter yang digunakan adalah sama seperti yang ditunjukkan

di dalam Rajah 1.42 di bawah ini dan klik butang Next.
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=

_T: Make Device

" o |

Add/Edit

The device you are making already has packagings defined. |t is strongly recommended that you used the
Add/Edit button to review these as they may no longer be valid if you have changed any of the device

wg

I3
HHY
e
Rk

| Help

| | <Back

|| Mest: | ak. | Caticel |

[-

¥

Rajah 1.42: Paparan tetingkap Packaging bagi MOTOR DRIVER SHIELD

1.8. Seterusnya, klik butang Next seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.43.

_ﬁ Make Device ‘ L ? ihI
Use the Mew and Delete keys to add/remove properties to the device. Properties can be used to specify
packaging for PCB layout and parameters for simulator models, as well as information such as stock-codes
and components costs.

—  Property Definition:
ITEMOD - Name: MODFILE
PACKAGE
lL—1  Description: LISA Model File
. Type: String -
b
Type: | Read Only -
Property Defaults:
-
i Default Value: L2530
 Visbity: i -
Hew | | Delete Visibility: |H|c|e Name & Value
Use default pro ns when editing Components
| Help | | <Back | [ Mext> ] Ok | Cancel |

SHIELD

Rajah 1.43: Paparan tetingkap Component Properties & Definations bagi MOTOR DRIVER
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1.9. Klik Next seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.44.

_ﬁ Make Device

B

Data Sheet:

Data Sheet Filename:

Help Topic:
Help File:

=

You can link your device to a data sheet (Acrobat .PDF file) and/or a help file. These can then be
accessed via special buttons on the "Edit Component” dialogue form.

[ Help ][ <Back ]I[ Mest: ]

ok

Cancel

4

Rajah 1.44: Paparan tetingkap Device Data Sheet & Help File bagi MOTOR DRIVER SHIELD

1.10.

Pastikan parameter Make Device bagi Indexing and Library Selection yang

dipaparkan adalah sama seperti dalam Rajah 1.45 di bawah dan klik butang OK bagi

menyelesaikan penetapan perpustakaan komponen MOTOR DRIVER SHIELD.

-
_ﬁ Make Device

B =)

Save Device To Librany:

Device Descripti
Push-pPull

Device Notes:

four channel

[ Analog ICs v | (Hew] | [7acBT
CMO_NXP
Device Sub-category: CM3_ATMEL
[ Miscellaneous - ] e FDl'\ll'l_B_STM 32
Device Manufacturer: INFINEON
JRC
[SGS—Thompson - ] Mew STDIAC
STMOSFET
Stoctk/Urder Lode: STSCR

on:
driver with diodes.

[[] Advanced Mode {Edit Fields Manually)

Lot =Y

| USERDVC I

[ Help ][ <Back ] M ext>

[

4

Rajah 1.45: Paparan tetingkap Indexing and Library Selection bagi MOTOR

DRIVER SHIELD
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REKABENTUK SUSUNATUR SKEMATIK

Proteus Professional 8.7 adalah aplikasi yang sangat berguna untuk membina papan litar
tercetak dengan mudah. la mempunyai antaramuka yang sangat tersusun beserta peralatan
dan arahan yang diperlukan bagi membentuk PCB. Aplikasi ini menyediakan banyak contoh,
dengan ini kita boleh memilih dan melihat apakah yang sebenarnya berlaku pada arahan-
arahan tersebut. Paparan bukan sahaja dalam bentuk litar skematik dan kod arahan malah
boleh dilakukan simulasi  keseluruhan projek. Berikut adalah Langkah-langkah bagi
pembuatan litar skematik dan litar PCB menggunakan perisian Proteus Professional PCB
Design Suite 8.7.

1.1. Rajah 2.1 menunjukkan ikon Proteus 8 Professional

-~

Rajah 2.1: Ikon Proteus 8 Professional

1.2. Klik 2 kali pada ikon proteus untuk membuka perisian tersebut.

1.3. Klik New Project seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2 dibawah.

SUUNTIUD - Sress & ressicnni - ome Page o

Ton e
QEEB dEOoNRER-R 0
@ ome P X

< PROTEUS DESIGN SUITE 8.7

Proteus Design Suite Professional

New Version Available

Open Project | Mew Project | New Flowchart =~ Open Sample

Recent Projects

C:\Users\M937\Desktop\Sementarall ITAR PROJEK MAINBOARD ESP32 pdspr]
C:\Users\M93z\Desktop\LITAR PROTEUSILITAR PROJEK MAINBOARD ESP32 ething.pdspr)
C:\Users\M93z\Desktop\l TAR PROTEUSILITAR PROJEK MAINBOARD ESP32 pdsprj

Rajah 2.2: Paparan tetingkap New Project
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1.4. Pada tetingkap New Project Wizard Start tuliskan Projek 1 diikuti dengan kelas dan
nombor pendaftaran pada ruangan NAME. Manakala, tuliskan PROJEK 1 pada

ruangan PATH seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.3. Kemudian tekan butang

Next.
@ Mew Project Wizard: Start P [ |
Project MName
Mame | Projek 1 Kelas DET<4A 04DET 197 1022 1 |
Path | F:\PROJEK 1 2 | Browse |
@) Mew Project () From Development Board Blank Project
3
Back I [ Mext ]I [ Cancel ] Help

Rajah 2.3: Paparan tetingkap New Project Wizard Start

1.5. Pada tetingkap New Project Wizard: Schematic Design, tekan butang pilihan Create a
Schematic from the selected templet. Seterusnya pilih Design Templets Landscape A4

seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.4. Kemudian tekan butang Next.
[ 2 New Project Wizard: Schematic Design |. T |-

) Do not create a schematic.
I (@ Create a schematic from the selected template. I 1

Diesign Templates

DEFAULT
Landscape A0
Landscape Al
Landscape A2
Landscape A3

I Landscape A4 [
Landscape US A
Landscape US B
Landscape US C
Portrait AD

I Portrait A1 I
Portrait A2
Portrait A3
Portrait A4
Portrait LIS A
Portrait LIS B
Portrait IS C
Sample Design

C:%Program Files (c86)"\Labcenter Electronice™Proteus 8 Professional . Templates'Landscape A4 DTF

Badk 3 I[ Mext ]I[ Cancel ] Help

Rajah 2.4: Paparan tetingkap New Project Wizard: Schematic Design
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1.6. Pada tetingkap New Project Wizard: PCB Layout, tekan butang pilihan Do not create

a PCB Layout seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.5 dan tekan butang Next.

-

2 Mew Project Wizard: PCB Layout

D |-

I @) Do not create a PCE layout. I 1
[(#] & a ayout from the selected template.

Layout Templates

Arduino MEGA 2560 rev3

Arduino UND rev3

DEFAULT

Double Eurocard (2 Layer)

Double Eurocard {4 Layer)

Extended Double Eurocard {2 Layer)

Exended Double Eurocard {4 Layer)

Generc Eight Layer 1.6mm (5 x Signal, 3 x Plane)
Generic Four Layer 1.6mm {2 x Signal, 2x Plane)
Generc Single Layer

Generic Soc Layer 1.6mm {4 x Signal, 2 x Plane)
Single Eurocard (2 Layer)

Single Eurocard (4 Layer)

Single Eurocard with Connector

2 ||

Mext

I

Cancel

]

Help

Rajah 2.5: Paparan tetingkap New Project Wizard: PCB Layout

1.7. Pada tetingkap Firmware, tekan butang pilihan No Firmware project seperti yang

ditunjukkan pada Rajah 2.6 dan tekan butang Next.

-

2 MNew Project Wizard: Firmware

P |

I @) Mo Firmware Project I 1

~) Create Firmware Project

| Create Flowchart Project

Family
Caontraller
Compiler

Create Quick Start Files

Create Peripherals

2

(

Mext

|

Cancel

]

Compilers...

Help

Rajah 2.6: Paparan tetingkap New Project Wizard: Firmware
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1.8. Pada tetingkap Summary, tekan Finish seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.7.

1.9.

2 New Project Wizard: Summary

T |-

Summary

Saving As: F:\PROJEK 1\Projek 1 Kelas DET4A 04DET 19F 1022, pdsprj
+/ Schematic

Layout

Firmware

Details

Mo PCE layout
Mo Firmware Project

Back [ Finish ] [ Cancel ]

Schematic template: C:VWProgram Files {(x86)\Labcenter Electronics'\Proteus 8 ProfessionalTemplates\Landscape A4.DTF

Help

Rajah 2.7: Paparan tetingkap New Project Wizard: Summary

Rajah 2.8 adalah tetingkap Workspace Proteus ISIS. Berikut adalah Langkah-langkah

bagi merekabentuk litar skimatik pada ruangan Workspace Proteus ISIS.

[ Projex 1 Retas DETAA D&DETISFI0Z2 - Proteus B Prfessional - Schemabe Capbwre | HAMA EAIL ANDA =S
File Edt View Teol Desgn Gragh Debug Lbrary Template Sytem Help
QEED AL EGNABD=80 [moon - B+ +4688 D¢ ¥aR 3 Gops BaiaED R
 Schemtic Captire X KON UNTUK EDIT ATAL LUKIS LITAR SKEMATI
13 T T T T T T T 2 T T T T T
+
©
(= [
ks | !
; KON TOOL UNTLIK KOMPONEN
e DAN ALAT PENGUIAN i RELPANG KERIA UNTUE MELUKES H{TAR SKEMATIK 1
]
@
B
]
® H
n
® 4
A
= + H
+
c
2 H
-
-
t
il
raenie Projek 1 Kelas DET4A 04DE[¥9F1022 pdsplil
DESIGNTITLE: Projek 1 Kelas DET4A 04DE F%wsﬂ.pdsp'j
OE FR o Ko T ouf B
BY: QAUTHOR RECEREV | TME: J5taom
e wmmm T T T T T T  mmma T T L T
[ 3 ) s Petsheet 1 20048 F0 ®

Rajah 2.8: Paparan tetingkap Workspace Proteus ISIS
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1.10. Klik View dan pilih Snap 10" pada menu tarik ke bawah seperti yang

ditunjukkan pada Rajah 2.9 di bawah.

File Edit [View | Tool Design Graph Debug Lik

D E E Redraw Display R
_ﬁ Sehe :3| Toggle Grid G
'¢' Toggle False Origin 0 —

k|| & | Toggle X-Cursor X
P ¥ | Snap10th Ctrl+F1
-*- snap JUth 1=
B )
i Snap 0.1in F3
i E Snap 0.5in F4
:D: EE‘EZE o= | Center At Cursor F5
= |CONN- G’{, Zoom In F6
= |CONN-
- CONMA Q Zoom Qut F7
i,“w;r ElspPsgg Q Zoom To View Entire Sheet FB
| IﬁEEDS-Y[ {3, | Zoom To Area
@ %] Toolbar Configuration
A L

Rajah 2.9: Paparan menu Tarik ke Bawah View

PROSES MEMASUKKAN KOMPONEN

1.1. Pilih dan klik ikon Component Mode seperti Rajah 2.10 untuk memilih komponen

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

elektronik yang akan digunakan.

T

Rajah 2.10: Ikon Component Mode

Tulis nama komponen yang dikehendaki pada kotak 1 sebagai contoh Resistor seperti
Rajah 2.11.

Setkan Category kepada All Categories seperti di dalam kotak 2 pada Rajah 2.11.
Pilih komponen yang dikehendaki seperti di dalam kotak 3 pada Rajah 2.11.

Pastikan bentuk komponen adalah betul seperti contoh komponen RES adalah seperti
di dalam kotak 4 pada Rajah 2.11.

Pastikan terdapat gambar komponen pada PCB Package di dalam kotak PCB Preview

seperti di dalam kotak 5 pada Rajah 2.11.
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& Pick Devices

Rerwords
RES

Match Whole Words?
Show orly pars wih models?

1

DEVIC
DSIMMDLS.
DSIMMDLS

RESIOSIPD
RESI6DIPB
RES16DIPD
RESI6DIPIS
RESSSIPB

RESISTOR
RESONATOR
RESPACKT

Subcategory
RES 324K 0HM 1.
D RES 324 OHM
RES 32 4K OHM 1,
D RES 3240HM
Manufacturer

Stock Code
Digicey PESMBESATIOSTR-ND

4charnel (2Cbus swtch wih reset
Varable reastor / potertiometer weh I or log law

High Granuarty Irteractve Potertometer (L. Log or Artiog Law)
Preset potertiomater / trmmes

Digtal Prinive
Digtal Primaive

el OF A Pul-Down Resstor

7kOhms. R2 = 47 kOhme

Festor netierk bus corfiguration wen commen
Fiesstor network double corfiguration

Resator network bus configuration

Reaator network double corfiguration

8 way resistor network

Rsiator network bus configuration weh commen
Resstor network double configuration

Resistor network bus configuration with commen
Resistor network double corfiguration

Aslog resitor primtive

7 way resstor pack wth common
8 way resstor pack wth commo
RES 30 1K OHM 1/8W 5% 08

RES 33 2KOHM 1
RES 33 0KOHM 1
RES 2320HM

Rajah 2.11: Paparan Tetingkap Pick Device

RES Provew
Anslogue Pemtive [RESISTOR]

——

1.7. Klik 2 kali pada tetikus untuk memasukkan komponen yang dipilih ke dalam kotak

Devices seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.12(a).

-
¥ Pick Devices

Keywords: Ret

[ m—
RES )
T Maich Whole Words? g
Show only parts with modsls? [ | -
= @M ocvices || o

Transistors

e
-
F
(3
@ Bl
ra
&
v
]
@

Rajah 2.12: (a) Paparan Tetingkap Devices bagi komponen RES

1.8. Ulang Langkah 1.1 sehingga 1.7 bagi komponen-komponen di bawah ini sehingga

mendapat paparan seperti Rajah 2.12(b)

i Perintang — RES

ii. Kapasitor — CAP

iii. LED Yellow — tiada PCB Package. Sila Ikut langkah memasukkan PCB Package
pada 6.10

iv.  Buzzer — BUZ - tiada PCB Package. Sila Ikut langkah memasukkan PCB Package
pada 6.10
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v.  ESP32 DEVKIT
vi.  CONN-SIL4
vii. CONN-SIL6
viii. CONN-SIL15
ix. 7815

X. Suis — SPDT

xi.  TBLOCK-12.

[P] DEVICES
CAP
CONN-SIL4
CONN-SILG
CONN-SIL15
DIPSW_3
ESP32 DEV KIT
LED-YELLOW
RES

SW-SPDT
TBLOCK-2

Rajah 2.12: (b) Paparan Tetingkap Devices bagi komponen-komponen lain

1.9. Klik butang OK.

PROSES MELUKIS LITAR PROJEK

1.1. Pilih komponen SW-SPDT dan TBLOCK-I2 dari dalam kotak Devices dan diletakkan di

dalam ruang Workspace seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 2.13 di bawah.

T I : I T
0 J1 SWi1

o+
] ST SW-SPDT

TBLOGK-1Z

Rajah 2.13: Paparan Tetingkap Workspace bagi SW-SPDT dan TBLOCK-12

1.2. Bagi melukis penyambugan wayar di antara 2 komponen tersebut, letakkan kursor
tetikus pada hujung kaki komponen yang dipilih. Akan kelihatan satu kotak merah

kecil pada hujung pin komponen tersebut seperti yang di dalam Rajah 2.14.

32



o J SWi

SW-SPDT
TELOCK-12

1

Rajah 2.14: Paparan Tetingkap Workspace

1.3. Klik kiri pada tetikus dan jangan lepaskan butang tersebut, tarik kursor tetikus ke
hujung pin yang dikehendaki dan lepaskan. Penyambungan 2 pin di antara 2

komponen akan kelihatan seperti Rajah 2.15.

A | B
0 J1 SW1
o1 ot
- o__
SW-SPDT
TBLOCK-I2

Rajah 2.15: Paparan Tetingkap Penyambungan 2 komponen

1.4. Tekan lkon Terminals Mode  seperti Rajah 2.16(a) untuk mengambil label /

komponen daripada menu Terminals seperti berikut yang akan digunakan di dalam

lukisan litar projek 1:-

@ TERMINALS

IDEFAULT
INPUT
OUTPUT
BIDIR
POWER
GROUND
CHASSIS
DYNAMIC

=m
[
o

s © (1 )i £ 1

Rajah 2.16: (a) lkon Terminals Mode (b) Menu Terminals

1.5. Lukiskan litar bekalan kuasa seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 2.17.
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U1
7805

J1 3 SWJ: 5 1l Vo |—2— O Vi
G o R
bt SW-SPDT D1
TBLOCK2 N LED-YELLOW
= 1 c2

T oz=w 0.1UF R1
10k

Rajah 2.17: Litar Skematik Bekalan Kuasa

1.6. Tekan lkon 2D Graphics Box Mode seperti Rajah 2.18(a) untuk mengambil Wire

daripada menu Graphics seperti Rajah d2.18(b).

M@ GRAPHICS

COMPOMNENT
PIN

PORT
MARKER
ACTUATOR
INDICATOR
VPROBE
IPROBE

TAPE
GENERATOR
TERMINAL
SUBCIRCUIT
20 GRAPHIC
LWIBE DNT

BORDER
D TEMPLATE

Rajah 2.18:(a) Ikon 2D Graphics Box Mode (b) Menu Graphics

ey

EN s @08 v 0= i

9

1.7. Tekan lkon 2D Graphics Text Mode seperti Rajah 2.19(a). Tulis perkataan ‘LITAR
BEKALAN KUASA’ seperti seperti Rajah 2.19(b).

A
Rajah 2.19:(a) Ikon 2D Graphics Text Mode

U1
7805
J1 . SWl‘ 11w vo =2 £ VIN
O 5 g
o SW-SPDT D1
TBLOCK-I2 N LED-YELLOW
= (1 = C2
022 uF 0.1uF R1
10K

—_— LITAR BERALAN KUASA

Rajah 2.19: (b) Text LITAR BEKALAN KUASA
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1.8. Lukis litar projek seperti Rajah 2.20.p seperti di bawah ini

g o SIL1 SiL2
s ee=rl |
scL O
1{w vo |-£ —0 v o 5 30 8 5
% o O 34 0 X0 RX0 O o H
D1 o Q 35 A rxg S0A O o
LED-VELLOW g 8 e i 8 e i
e o ) 25 5
_ Ct —c2 anmm et sa—31o
0.220F LR = o 0 27 o 2
o Q14 4 o i
220 o Q) 12 2 8 O
o Q13 150 0
o Q GND ND O =l 2]
o O viN W3 O =l
. LITAR BEKALAN KUASA CONNSIL15 CONM.SIL15
GND
12 BUZ1 :
o—+—Qew 13
e e — R
0-4—0 SDA A H
ot+———0scL BUZZER
GONN-51L4 LITAR LCD-2C / BUZZER i
LITAR ESP32 DEV KIT
DSW1 & 1
vin O—E - —mm [-—0 veo 3 3
onn O— - Cmm H—Q & £ 1
v O—E— Cmm 20 vs & ouTt i
VIN O—— Il ——0 Vss ouT2
SWoDIP4 ONIOFF SWITCH. S U2 TeLock:2 |
D2 U5 5 70— vss vs ourt | -——p our
R2 p=im ekl 14 OT N2 ouT2 —=——) ouT2 g
H A K J9 o ) GND | O O VINT 12/ O———— EN1 N
220
J4 LED-YELLOW o—+—Qvm g g i, EEg O 26
y D3 oT—5—o0vn | 5 ° 32 O— i EN2 s H
o4+—a0u R3 O W | 5 pas 25 OT IN3 ouT3 7—0 ouT3
o2—Qu T o o 33 O—L—] IN4 GNDGNDGND OUT4 [———0) OUT4
H———0L A 330 — L 71
o——Qus LED-YELLOW CONN-SILG CONN-SILG wps 11
CONN-SIL4 R4 J7 J8 o ouTs
J10 ] ] oUT4 H
- &l 220 1 & Qjenn i Qmhz = TBLOCK-12
LED-YELLGW gz—o w g g i .
D5 9 LITAR DG MOTOR TBE612FNG &
R5 o= g g
L4 CONN-SIL3 | -
5 220 s LT FLEnamE: PRROJEK1 VERZ.pdsprj [ oaTe: 1
LED-YELLOW CONN-SILG CONMNSILG 17/3/2021
=i DESIGNTITLE: PRROJEK1 VER2.pdsprj
. PAGE:
LR Ut LED PATH: D:\Data PDP\Modul\DEE40082 - PROJEK { segi di§2020FAIL
PIN FOWER INPUT
BY: @AUTHOR REV:@REV | TIME: 1:14:15PM

Rajah 2.20: Litar Projek

1.9. Klik ikon Design Explorer seperti Rajah 2.21(a).

2

Rajah 2.21:(a) lkon Design Explorer

1.10. Semak sama ada Package komponen yang digunakan bermasalah atau pun tidak

sebelum PCB Layout dilakukan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.21(b). Missing

bermaksud komponen yang dipilih tidak mempunyai PCB Package.
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[B] Desion Explorer > |

Wiew | Search

Reference Type Value Package Gro
BUT1 BUZZER BUZZER Emi Missing
D1 LED-YELLOW LED-¥ELLOW 5@5 Missing
D2 LED-YELLOW LED-Y¥ELLOW # Missing
D3 LED-YELLOW LED-YELLOW % Missing
D4 LED-YELLOW LED-YELLOW EmE Missing
D5 LED-YELLOW LED-YELLOW EmE Missing
DSW1 DIPSW_4 DIPSW_4 Emi Missing
S5W1 SW-5PDT SW-5PDT EmE Missing
SIL1 (COM.. COMNM-SIL1S COMM-5IL1S ﬁk Excluded
SIL2 (COM...  COMNM-SIL1S COMM-5IL1S ﬂk Excluded
C1 (0.22 uF) CAP 0.22 uF CAP10

Rajah 2.21:(b) Paparan Tetingkap Design Explorer bagi masalah Package Missing dan
Excluded

1.11. Bagi memperbaiki keadaan ini, klik helaian Schematic Capture. Pilih komponen yang
mempunyai masalah Missing contohnya Buzzer. Kemudian, klik butang kanan tetikus

dan pilih Packaging Tool pada menu turun bawah seperti Rajah 2.22.

+

Drag Object
Edit Properties Ctrl+E
Delete Object

Rotate Clockwise
Rotate Anti-Clockwise
Rotate 180 degrees
K-Mirror

¥-Mirror

m o= Mo M

Cut To Clipboard
Copy To Clipboard

78 +31200Q X

o
%]
[

Goto Part in Design Explorer
Highlight Part in PCB Layout

¥ @

-
g

Display Model Help Ctrl+H

Show Package Allocation

HENWHO T

:[; Make Device

% Packaging Tool

)?’ Decompose

Rajah 2.22: Menu Turun Bawah Packaging Tool

1.12. Klik butang Add seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.23.
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# Package Device .

Add

Pin Hidden ~ Common Type A

V] Use ARES Libraries

Mo packages available for preview.

Help | [ AssionPackages)| [ Cancel

Rajah 2.23: Paparan Tetingkap Package Device

1.13. Tulis perkataan CONN-SIL4 pada ruangan Keyword seperti di dalam Rajah 2.24 dan

kemudian tekan butang OK.

==

Rajah 2.24: Paparan Tetingkap Pick Packages

1.14. Pastikan kedudukan pin adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.25 dan

tekan butang Assign Package(s).
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# Package Device

Packagings: | CONN-SIL4.

V] Defaut package? Add | [Rename | | Delete

No. OF Gates: 1 Gates (slemerts) can be swapped on the PCB layo
Pin  Hidd Comr Ty

i Fassive

H Passive

Swapable Fins:
12

/] Use ARES Libraries

Rajah 2.25: Paparan Tetingkap Package Device bagi CONN-SIL4

1.15. Pastikan data komponen disimpan pada libray USRDVC (user device) dan tekan
butang Save Package(s) seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.26.

3 Select Library For Packaged Devices
Select the [brary you wart to save your packaged devices in:
74CET p

CMO_NXF
CM3_ATMEL
CM3_STM32

0T
INFINEON
JRC
STDIAC
STMOSFET
STSCR

| Save Packagels] I Cancel

Rajah 2.26: Paparan Tetingkap Set Library for Packaged Devices bagi CONN-SIL4

1.16. Tekan butang Yes seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.27.

_T"_ Schematic Capture

[9] Do you want to update devices in the design with newly packaged devices? I

Rajah 2.27: Paparan Tetingkap Schematic Capture
1.17. Ulang Langkah 1.11 sehingga 1.16 untuk komponen-komponen berikut. Pada

Langkah 1.14 pastikan paparan bagi komponen berkaitan adalah sama seperti Rajah

2.28 sehingga Rajah 2.30.
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LED-YELLOW —> LED

3 Package Device

|Packosings: [1ED

[¥] Defau package?

[ 4dd | [Rename | [ Delete | | Oicer

Swapable Pins

[¥] Use ARES Libraries

No O Gater 1 Gat
Fn  Hidden Common Type A
i Passive A
K Passive K
NC Pins AddPin | | Remave Pin

Add
Remove

Feplace

[ Help ] lAss\gn F’ackage[x]] [

Cancel

Rajah 2.28: Paparan Tetingkap Package Device bagi LED

DIPSW-4 - DIL08

3 Package Device

Packagngs: [DIL08 =)
7| Defaut packags? [ 4dd | [Rename | [ Dekete || Oider
No. Of Gate: 1 Gates PCB layout?
Pin  Hidden Common Type A
COM1 Passive |1
COMZ Passve |2
COM3 Fassive |3
COM4 Passive |4
NG Passive |8
NO2 Passive |7
NO3 Passive |6
NO4 Passive 5
NC Pins AddPin | | Aemove Fin
Swapable Ping
Add
Remave
~| [ Feplace
7] Use ARES Libraries [ Help ] [Ass\gn F‘ackage[s]l [

Cancel

Rajah 2.29: Paparan Tetingkap Package Device bagi DIPSW-4

SW-SPDT - CONN-SIL3

2 Package Device

Lo

=

Packagings: |CONN-SIL3

V] Defaut package?

[ add | [Rename [ Delete || Order

No.Of Gate:: ! Gt
Pin  Hdden Common Type A
O Fassve |2
g Bassve |1
NO Passive |3
NC Pins

Swapable Pins

¥] Use ARES Libranies

Add Pin

Remove Pin

Add
Remove

Fleplace:

[ men | [assnpackanei9] [ concel |

Rajah 2.30: Paparan Tetingkap Package Device bagi SW-SPDT




1.18. Bagi penetapan komponen SIL1, klik butang kanan tetikus dan pilih menu Edit
Properties seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.31.

I 7 caitproperties Crl+E

Rotate Clockwise
Rotate Anti-Clockwise
Rotate 180 degrees
X-Mirror

<A XN

¥-Mirror

Cut To Clipboard
Copy To Clipboard

YBE FE A100Q Y

Goto Part in Design Explorer
Highlight Part in PCB Layout

o
ta

Show Package Allocation

Make Device

e N ELE:

Rajah 2.31: Paparan Tetingkap Turun ke Bawah Edit Properties

1.19. Pastikan penetapan bagi SIL1 yang dilakukan adalah sama seperti yang ditunjukkan
pada Rajah 2.32 di bawah ini. Kemudian klik butang OK.

r - i
1 Edit Component | n @Iﬁ
Part Reference: IL1 Hidden: [] 0K, |
Part Value: COMNN-SIL15 Hidden: []
Cancel
Element: Mew
PCE Package: CONN-5IL15 - Hide Al -
Cther Properties:
Il a
(
(
[
tl
| - )
L Exclude foom Simylating [] Attach hisrarchy module
[ Exclude from PCB Layout Hide common pins
[ 003 8 =3 ] RN = T [ Edit all properties as text

I — — = — —

Rajah 2.32: Paparan Tetingkap Edit Componen SIL1

1.20. Klik ikon menu Design Explorer dan paparan adalah seperti Rajah 2.34. Jika masih

terdapat komponen yang Miissing atau Excluded, ulang Langkah 1.11 sehingga 1.17.

40



E/ Design Explorer X

View Search

:I Refe/r\ence
> BUZ1 (BU...

D C1(0.22uF)

> C2(0.1uF)

D DSW1 (S..
> ESP1 (ESP...
> J1(TBLOC...

b J3(TBLOC...

> 111 (TBLO...
D R1(220)
D R2 (220)
> R3 (220)
D R4 (220
D R5 (220)
> SIL1(CON...

D D1 (LED-Y...
D D2 (LED-Y..
> D3 (LED-Y..
D D4 (LED-Y...
> D5 (LED-Y...

)2 (CONN-...

> )4 (CONN-...
)5 (CONN-...
- 16 (CONN-...
- J7 (CONN-...
1 18 (CONN-...
> 19 (CONN-...
D J10 (CONN...

Type
BUZZER
CAP
CAP
LED-YEL...
LED-YEL...
LED-YEL...
LED-YEL...
LED-YEL...
SW-DIP4
ESP32D...

Value
BUZZER
0.22uF
0.1uF
LED-YELL...
LED-YELL...
LED-YELL...
LED-YELL...
LED-YELL...
SW-DIP4
ESP32 DE..

TBLOCK-I2 TBLOCK-I2

CONN-5SI...

CONN-5IL4

TBLOCK-I2 TBLOCK-I2

CONN-5I...
CONN-5SI...
CONN-SI...
CONN-5I...
CONN-5SI...
CONN-5I...
CONN-5I...

CONN-5IL4
CONN-5SILE
CONN-SILE
CONN-5ILE
CONN-SILE
CONN-5IL3
CONN-5SIL3

TELOCK-I2 TELOCK-I2

RES
RES
RES
RES
RES
CONN-5SI...

220
220
220
220
220
CONN-5SI...

Package Group
CONN-SIL4
CAP10
CAP10
LED
LED
LED
LED
LED
DILO8
ESP32 DEV ..
TBLOCK-12
CONN-SIL4
TBLOCK-I12
CONN-SIL4
CONN-SILE
CONN-SIL®
CONN-SIL6
CONN-SIL®
CONM-SIL3
CONM-SIL3
TBLOCK-I2
RES40
RES40
RES40
RES40
RES40
CONM-SIL15

Placement

Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper
Top Copper

Rajah 2.34: Paparan Tetingkap Design Explorer bagi Package
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REKABENTUK SUSUNATUR PCB

1.1. Klik ikon PCB Layout seperti Rajah 3.1(a) dan tetingkap PCB Layout seperti Rajah
3.1(b) akan dipaparkan.

.-
)

°

a

a

| sk i

Rajah 3.1: (a) Ikon PCB Layout  (b) Paparan Tetingkap PCB Layout

1.2. Klik View dan pilih Snap 0.1mm pada menu tarik ke bawah seperti yang ditunjukkan
pada Rajah 3.2 di bawah.

Edit Library Tools Technology

1 [#]| Redraw Display R
i Mfj Edit Layer Colours/Visibility Ctrl+L
AFB Toggle Board Flip F
37| Toggle Grid G
M Toggle Metric/Imperial M
‘$’ Toggle False Origin 0
JZ Toggle Polar Co-ordinates
7 Toggle X-Cursor
Goto Position Ctrl+G
Gote Compenent Ctrl+C
Gote Pin Ctrl+P
| | snap01mm Cirl+FL
Snap 0.5mm F2

Rajah 3.2: Menu Tarik ke Bawah View
1.3. Pilih dan klik ikon m seperti Rajah 3.3 dari menu untuk penetapan lukisan kepada

skala mm
mi
Rajah 3.3: Menu m
1.4. Pilih ikon Dimension Mode pada menu ikon dan lukis 2 anak panah jarak bernilai

100mm dan 73mm seperti di dalam Rajah 3.4 dan pastikan kedua anak panah berada

di dalam petak segiempat berwarna biru.
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1.5.

1.6.

1.7.

Rajah 3.4: Penetapan Jarak

Bawa tetikus ke penjuru bawah kiri PCB Layout bagi memilih ikon 2D Graphics Box
Mode seperti Rajah 3.5 dari senarai ikon bagi penetapan pada Layer Selection.

[]

Rajah 3.5: Ikon 2D Graphics Box Mode

Layer Selection perlu ditetapkan kepada Board Edge berwarna kuning seperti yang
ditunjukkan pada Rajah 3.6.

L[]
[ 1Board Edge - 4 | |9 |0 "

Rajah 3.6:Tatapan Warna Board Edge

Lukiskan Layer Selection dengan menetapkan satu petak kuning yang berkeluasan

100mm x 73mm seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.7.
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Rajah 3.7: Tetapan Board Edge

1.8. Klik ikon Component Mode, kesemua komponen akan tersenarai di dalam ruangan

COMPONENTS seperti Rajah 3.8.

D1 (LED-YELLO\
D2 (LED-YELLO\
D3 (LED-YELLO\
D4 (LED-YELLO\
D5 (LED-YELLO\
DSW1(DIPSW_4)
ESP1 (ESP32 DEV
11 (TBLOCK-2)
b2 (CONN-SILY)
U2 (CONN-SILY)
U4 (CONNSIL4)
5 (CONN-SILG)
s ([CONNSILG)
b7 (CONN-SILG)
be  ([CONN-SILG)
U (CONN-SIL3)
110 (CONN-SIL3)
MDS1 (MDS)
R1  (220)

R2  (220)

R3  (220)

Re  (220)

RS (220)
SILT (CONN-SIL1S
SIL2 (CONN-SIL1S
SW1 (SW-SPDT)
U1 (7805)

FUQ BANA4@OPEU@EN @REGRODO X)L

Rajah 3.8: Senarai Komponen di dalam Component Mode

1.9. Pilih kesemua komponen di dalam senarai Component Mode dan letakkan kesemua

komponen tersebut ke atas workspace seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 3.9.
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Rajah 3.8: Komponen di atas workspace

1.10. Pilih dan klik ikon Round Through — Hole Pad Mode seperti Rajah 3.9 dan pilih
perkataan C-90-50.

¥

Rajah 3.9: Ikon Round Through — Hole Pad Mode

1.11. Letakan kedudukan Round Through — Hole Pad Mod di empat (4) tempat seperti

yang ditunjukkan pada Rajah 3.10 di bawah ini.

Rajah 3.10: Kedudukan Round Through — Hole Pad Mod
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1.12. Keempat-empat kedudukan Round Through — Hole Pad Mod ini akan ditebuk dan

digunakan untuk memasukkan cooper stand nanti.

1.13. Pilih dan klik ikon 2D Graphics Text Mode seperti yang ditunjukkan dalam Rajah
3.11 di bawah.

A

Rajah 3.11: lkon 2D Graphics Text Mode

1.14. Tuliskan Nama, Nombor Pendaftaran dan Kelas pada ruangan String seperti yang

ditunjukkan pada Rajah 3.12.

Edit 2D Graphics Te

l Sh | TULIS NAMA, NOWMBOR PENDAFTARAN DAN KELAS PELAJAR |
Justiication Fort Attnbutes:
Hozortal:  ©) Left Centr= () Fight Eontface: |Default Font |
V. Vertical: @ Top Middls Bottom e ——
Height 0.lin
Graphic's Style: W o

Global Style: ‘ DEFAULT

Bold

V| Follow Global?

[ | @l Folow Global?

Sample

ABC abc XYZ xyz 123
(e |

Rajah 3.12: Paparan Tetingkap String

1.15. Letakkan kedudukan teks di atas Workspace seperti di dalam Rajah 3.13 di bawah.

ALI BIN ABU
FA4DEE 2EF 1280 — DEE4&

Rajah 3.11: Kedudukan teks di atas Workspace
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1.16. Gerakkan kursor tetikus ke atas teks nama. Klik butang kanan pada tetikus dan
tekan menu X-Mirror seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.12 untuk menterbalikan

kedudukan teks secara vertical.

| | Drag Object
Edit Properties... Ctrl+E
Move to...

Delete Object

Rotate Clockwise
Rotate Anti-Clockwise
Rotate 180 degrees
A-Mirror

¥-Mirror

P ofleoq X

B L] =R

Cut To Clipboard
Copy Te Clipboard

Change Layer L4

Rajah 3.12: Menu Turun ke Bawah X-Mirror

1.17. Gerakkan kursor tetikus ke atas teks nama

1.18. Klik butang kanan pada tetikus klik Change Layer. Kemudian klik Bottom Copper

Top Copper

-
| Drag Object Top Silk

Edit Properties... Ctri+E Bottom Sill

Move to Top Resist
| Delete Object Bottom Resist
G| Rotate Clockwise A Top Paste
') | Rotate Anti-Clockwise S Bottom Paste
¥ Rotate180 degrees D i
¥ X-Mirror z Mech 2
£ | V-Mirror X e

Mech

$ CutTo Clipboard Keepout
3| Copy To Clipboard Occupsney
[ Changelaysr | v BoardEdge

Rajah 3.12: Menu Turun ke Bawah Change Layer — Bottom Copper

1.19. Kedudukan teks dan warna teks anda akan bertukar ke pada warna biru seperti di

dalam Rajah 3.13.

Rajah 3.13: Kedudukan dan Warna Teks
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1.20. Pilih dan klik ikon Design Rule Manager seperti Rajah 3.14 untuk melakukan setting

pada laluan litar yang akan dilukis secara automatik oleh computer.

[i”

Rajah 3.14: Ikon Design Rule Manager

1.21. Pada paparan tetingkan Design Rule Manager, lakukan tetapan pada Net Classes —

Power seperti Rajah 3.15 di bawah.

Via Style: DEFAULT - Par2 (Hoz): []None) -
air
(Vert): [](None) -
Via Type: Ratsnest Display: g (Hez): [{None) -
® Smatt (Vert): [None) -
© TrnuHole Celour (Hozi: ] Mone) -
Faird
Hidden? [T =% et TIone) -
Prierty: 1

Rajah 3.15: Paparan tetingkap Design Rule Manager bagi Net Classes — Power

1.22. Kemudian, lakukan tetapan pada Net Classes — Signal seperti di dalam Rajah 3.16
di bawah.

Design Rule Ma
iy
Design Rules Defaits |
|Netﬂass [siGNaL v]l [ Hew | | Rename Delete
Routing Styles Layer Assignment for Autorouting
Trace Style (Hoz): [llBottom Coppsr =
Pair 1
Neck Style: | T25 - (Vert). [llBottom Copper
Via Style:  [DEFAULT - — (Hoz): []{Nene) -
air
(Vert): [J(None) -
Via Type: Ratsnest Display: Pair3 (Hoz): [](Nane) M
@ Smat (Vert): [J(None) -
) Thiu-Hole T {Hoz): [J(None) -
Pair 4
bidden? [] = ey T iNone) -
Prioriy 1

Rajah 3.16: Paparan tetingkap Design Rule Manager bagi Net Classes — Signal

1.23. Seterusnya, lakukan tetapan pada Default seperti di dalam Rajah 3.17.
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!Dﬁign Rule Mar
—

Design Rules 1 Met Classes | ‘Defatiis!
Defautt Styles
ks
e

Tolerances:
Curye Tolerance: 1th
Rule Check Tolerance: Tum

Rajah 3.17: Paparan tetingkap Design Rule Manager bagi Default

1.24. Pilih dan klik ikon Auto Router seperti Rajah 3.18.

€

Rajah 3.18: Ikon Auto Router

1.25. klik butang Begin Routing seperti Rajah 3.19 untuk mengarahkan komputer

membuat/ sambungan litar secara automatik.

Shape Based Auto

Execution Mode

@) Run basic schedule automatically fesnlioing
Fanout Passes 5 Repeat Phases 1 Expart Design File
Routing Passes: 50 Fitter Passes 5 Impart Session File

Cleaning Passes: 2 Recomer Pass Yes -

() Run specified DO file automatically Browse

() Enter router commands interactivefy
Launch extemal copy of ELECTRA

Design Rules Conflict Handling:

Wire Grid: ~ 2%h (@) Treat corflicts as missings

;a Grid:  2%h () Load corflicts as ilegal tracks

Allow off grid routing? llegal tmcks_wil\ flash yellow and
Enable autonecking? show as design rule violations

Rajah 3.19: Paparan tetingkap Begin Routing

1.26. Hasilnya Begin Routing adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.20.
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@ W @ @ @ @ 5 6

WIFI+BLE
ESP32

DEV KIT

Rajah 3.20: Hasil selepas Begin Routing

1.27. Sekiranya masih terdapat laluan litar yang tidak besambung secara automatik.

Ulang langkah 1.24 sehingga kesemua laluan litar bersambung seperti Rajah 3.20.
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PROSES MENCETAK SUSUNATUR LITAR

1.1. Klik menu Output dan pilih Print Layout pada menu Turun ke Bawah seperti Rajah
3.21 di bawah.

File | Qutput | View Edit Library Tool

! [] |6z Print Layout

: B Eﬂ'é!ﬂ Print Setup

T . ,

h iy Printer Information

k Mark Output Area
JEFN | et

Rajah 3.21: Menu Turun ke Bawah Print Layout

1.2. Pada paparan tetingkap Print Layout, klik pada gambarajah litar dan heret ke tengah
litar. Setkan kedudukan litar di bahagian tengah pada bahagian atas kertas seperti di
dalam Rajah 3.22.

Advanced Options |

Eroa o
Printer: Options:
OKI B431(PCL) Colour Set:[MONOCHROME
(10.72.23.136) = .
flename Labcenter Plotier Driver
Mode: Normal Artwork - Separcte Pages?  Copies: |
Layers/Atworks: Scale Retation: Refiection
/| Top Copper Inner 1 Inner 8 50% @ X Horizontal @ Nermal
| Bottom Copper [/ nner2  [limmers o0 —
9] Top Sikc Inner3 [ Inner 1501
7] Bottom Sk Inner 4 Iner 11 . ens
] Top Resit Inner5 [ Inner 12 Dl e ——
] Bottom Fesist [ inner 6 [ Inner 13 4005 scaingfactors!
inner 7 [ inner 14 st g o1 v
UlMech 1 []Mech 3
Mech2  [JMech4
by [/] Dl Pirt To File?
VBoard Edge i) o S
osre =g Al Nane \PROJEK 1 STUDENT - NOT [ Filename

Rajah 3.22: Paparan tetingkap Print Layout

1.3. Letakkan kertas A4 pada mesin pencetak dan tekan butang OK untuk mencetak

gambar komponen dan laluan litar yang telah dilukis sebagai rujukan pada masa

pematerian komponen nanti. Hasil cetakan susunatur komponen dan laluan litar

adalah seperti Rajah 3.23.
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10gmm

S 1

GE

[-¥

—O:

A

97

1 g I3

HOLOW
MOS 1

QI3IHS
H3nIga

R3

Ja

1+BL
[E$PBZ

uga 118 IJA
AP+E30 - S8AMARS3I3IAPR

A2

23pm

Rajah 3.23: Susunatur Komponen dan Laluan Litar

Violet (UV) dan proses punaran (Etching).

1.5. Ulang Langkah 1.2

sahaja seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.25.

1.4. Ulang Langkah 1.1 bagi menghasilkan litar untuk melakukan proses pendedahan Ultra

1.6. Pastikan pada bahagian Mode tandakan V pada Bottom Copper dan Board Edge

Printer: Options:
OKI B431(PCL) Colour Set:[MONOCHROME
11072.23.138) =

ilename Laboenter Flotter Driver?

Mode: Nomal Artwark - [7] Separate Pages?  Copies: 1 £
Layers/ Artworks: Scale Ritation Reflaction:
| Toploppa Choner 1 [inner 8 = 50% @ X Horizortal © Normal
Bottom Copper [ finer? [ inner 9 @ 100% X Vertcal  Miror
T Top of TTinner3 [ inner 10 —

[7] Bottom Sik [innerd [ inner 11 bt Compensation Factors
[7] Top Resist [[inner5 [ Inner 12 o 200% Note: these ars not tradtional
[7] Bottom Resist ~ [inner& [ lnner 13 =) 4D0% scaling factors!
[ Top Paste [Cliner?  [inerid & 500% % N v 1
7] Bottom Pasts Mech1 [|Mech3 = -
Top Assembly  [|Mech? [ Mech 4
Bottom Assembly [/] Dil Prirt To Fie?
7] Bioerd 4

Al [ .\PROJEK 1 STUDENT - NOT

Advanced Options |~

Rajah 3.25: Paparan Tetingkap Print Layout untuk Bottom Copper dan Board Edge

1.7. Letakkan kertas tracing pada mesin pencetak dan tekan butang print untuk mencetak

laluan litar sahaja seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.26.
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(-] - ugsAa 1ig I.1A [-]
ALP33A - ORSMARS3I3ALR
Z3pm —

K

Rajah 3.26: Hasil Langkah 1.7

PROSES PRESENTISIZING

Presensitizing adalah kaedah memproses PCB yang melibatkan penggunaan pendedahan
cahaya ultra violet (UV). Berikut adalah Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses

presensitizing.

1.1. Buka penutup atas peralatan UV EXPOSURE.
1.2. Letakkan hasil cetakan litar menggunakan kertas tracing seperti Rajah 3.26 di atas
permukaan kaca dalam keadaan tidak terbalik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

3.27.
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Rajah 3.27: Alat UV Exposure
1.3. Koyak lapisan pelindung Presensitized PCB dalam keadaan terbalik seperti Rajah 3.28.

Ini adalah supaya permukaannya tidak terkena cahaya lampu di dalam makmal projek

atau cahaya UV matahari secara langsung.

5 S4g 4
o -~ 1 /
;.I.";.:."..' ‘ g
Lo ,

Rajah 3.28: Lapisan Pelindung Presensitized PCB

1.4. Tekupkan Presensitized PCB di atas kertas tracing sesuai dengan garisan saiz yang

telah dicetak dengan pantas seperti Rajah 3.29.

B

e=hares

Rajah 3.29: Kedudukan Presensitized PCB
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1.5. Tutup dan kuncikan peralatan UV EXPOSURE.
1.6. Tekan suis untuk hidupkan UV EXPOSURE dan setkan masa selama 40 saat dengan

menekan butang tanda ke atas atau ke bawah seperti Rajah 3.30.

Rajah 3.30: Paparan Tetapan Masa UV EXPOSURE

1.7. Tekan butang hijau untuk mula melakukan proses UV terhadap Presensitized PCB.

Tunggu sehingga proses ini selesai.

PROSES MEMBUANG FOTORESIS

Proses ini akan membunag fotoresis yang tidak diperlukan pada PCB secara melarutkan
bahagian fotoresis yang tidak diperlukan dan membiarkan laluan litar tetap pada PCB. Berikut

adalah langkah-langkah yang dilaksanakan.

1.1. Masukkan kepingan PCB yang telah didedahkan pada sinar UV ke dalam bekas yang
mengandungi air developer dengan menggunakan penyepit plastik yang disediakan
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.31. (Basuh tangan atau baju dengan
menggunakan air paip jika terkena larutan garam ini untuk mengelakkan rasa gatal

pada kulit)

Rajah 3.31: Air developer
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1.2. Pastikan bahagian lapisan kuprum berada di bahagian atas seperti yang ditunjukkan

dalam Rajah 3.31.

1.3. Goyangkan bekas tersebut ke kiri dan kekanan selama 5 minit atau sehingga laluan

litar kelihatan jelas pada PCB seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.32.

]

Rajah 3.32: Hasil Langkah 1.3

1.4. Keluarkan PCB dari bekas dengan menggunakan penyepit plastik yang telah
disediakan dan basuh ia dengan menggunakan air paip. Hasilnya adalah seperi yang

ditunjukkan pada Rajah 3.33.

Rajah 3.33: Hasil Langkah 1.4
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PROSES PUNARAN

Proses punaran (Etching) adalah salah satu langkah utama dalam pemprosesan akhir papan
litar bercetak (PCB). Proses ini menghilangkan lebihan tembaga sehingga dapat mendedahkan
corak atau laluan litar yang diinginkan. Dalam proses ini, semua tembaga dikeluarkan kecuali
litar yang dilindungi oleh penyaduran timah yang digunakan semasa langkah sebelumnya
dalam pembuatan PCB. Tin kemudian dilucutkan dan tembaga dibersihkan dan litar yang baru
siap siap untuk beralih ke langkah seterusnya dalam pembuatan. Berikut adalah Langkah-

langkah yang dilakukan.

1.1. Masukkan dan letakkan PCB ke dalam mesin etching dengan menggunakan penyepit
plastik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.34 untuk membuang lapisan kuprum

yang tidak diperlukan dan meninggalkan hanya laluan litar sahaja pada PCB.

Rajah 3.33: (a) Mesin etching (b) Kedudukan PCB di dalam mesin etching

1.2. AMARAN. Pastikan cecair asid Ferric Cloride Il (Fe>CL) yang digunakan tidak terkena
pada pakaian atau kulit. Asid ini boleh menyebabkan pakaian menjadi kotor serta
terhakis dan kulit mengalami gatal-gatal)

1.3. Tutup penutup mesin etching seperti Rajah 3.35.
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Rajah 3.35: Kedudukan Penutup Mesin etching

1.4. Setkan suhu mesin etching kepada 45°C dan masa selama 1 minit seperti yang
ditunjukkan pada Rajah 3.36. (PERHATIAN: Pastikan pensyarah penyelia atau

pembantu makmal berada bersama-sama).

P T E—
VR AN

VAK KERAJAAN MALAYSIA ®

Rajah 3.35: Tetapan Suhu dan Masa Mesin etching

1.5. Tekan butang bertanda U untuk menghidupkan mesin etching bagi memulakan
proses membuang lapisan kuprum yang tidak dikehendaki.

1.6. Tunggu sehingga mesin berhenti untuk melihat samada proses penghasilan litar pada
PCB selesai atau tidak.

1.7. Ulang langkah 1.5 sehingga kesemua lapisan kuprum yang tidak dikehendaki telah
dihakis oleh asid.

1.8. Keluarkan litar PCB vyang telah selesai proses dari mesin etching dengan
menggunakan penyepit plastik yang disediakan.

1.9. Basuh PCB dengan menggunakan air paip untuk menghilangkan kesan asid dari litar

PCB. Hasil adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.36.
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Rajah 3.36: Hasil Langkah 1.9

1.10. Seterusnya, lakukan proses menebuk lubang kaki komponen pada PCB dengan
menggunakan mesin penebuk yang telah disediakan.

1.11. Kemudian, masukkan komponen dengan merujuk pada litar yang telah dicetak
pada kertas A4 seperti Rajah 3.23.

1.12. Lakukan, proses pematerian komponen sehingga mendapatkan hasil seperti Rajah

3.37.

Rajah 3.37: Hasil Proses Pematerian

1.13. Rajah 3.38 adalah litar projek yang telah dihasilkan dan boleh diteruskan dengan

pengujian.

Rajah 3.38: Litar Projek
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